Aplikace - vyzvallll

DEEP TECH
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Datum zahajeni pfijmu Zadosti o podporu: 16.12.2024

Datum ukonéeni pfijmu zadosti o podporu: 19.03.2025

Cilova skupina: MSP, VP a VO,

Prispévek: minimalné ve vysi 3 mil.KE a maximalné do vyse 125 mil. K&
Planovana alokace Vyzvy: 3 mld. K&

Systém sbéru zadosti: kolovy

-l )

Podporované aktivity
Primyslovy vyzkum

e Planovity vyzkum nebo kritické Setfeni zamérené na ziskani novych poznatkd a dovednosti pro vyvoj
novych nebo zdokonaleni stavajicich vyrobk{, postupl nebo sluzeb.

Experimentalni vyvoj

e Ziskavani, spojovani, formovani a pouzivani stavajicich védeckych, technologickych, obchodnich a
jinych pfislusnych poznatkl a dovednosti za Ucelem vyvoje novych nebo zdokonalenych vyrobkd,
postupt ¢i sluzeb.

Cilova skupina:

¢ MSP
¢ VPaVvO

Zpusobilé vydaje:

o Externi sluzby (smluvni vyzkum, VaV poradenské sluzby vyuzité pro ucely projektu a ostatni
provozni néklady) max. 30 % CZV.

¢ Osobni naklady: mzdy a pojistné

* Naklady na nastroje, pfistroje a vybaveni v podobé odpist dlouhodobého hmotného movitého
majetku, v nezbytném rozsahu a po dobu, (max. ve vysi 20 % CZV)

¢ Naklady na material a komponenty.

o Pausalni naklady (dodateéné rezijni naklady) ve vysi 15 % z osobnich nakladd.




Klicova specifika a omezeni:

* Projekt musi byt realizovan na tzemi CR mimo NUTS 2 Praha.
e Podporovany budou projekty, které maji za cil zvySit droven technologické pripravenosti
pokrocilych technologickych FeSeni a demonstrovat vysoce inovativni postupy, vyrobky a sluzby, v

oblastech dle pfilohy ¢&. 1.

» Velké podniky nad 3000 zaméstnancl pouze v spolupréci s MSP (30 % CZV), nebo s MSP a VO.

Forma a vySe dotace

¢ dotace na projekt je poskytovdna minimalné ve vysi 3 mil. KE a maximalné do vyse 125 mil. K&

Mira podpory

g Region Maly podnik Stfedni podnik Dalsi h
Primyslovy vyzkum 70% 60% 50%
Experimentalni vyvoj 45% 35% 25%

V ramci uéinné spoluprace mezi ¢leny konsorcia
Primyslovy vyzkum 80% 75% 65%
Experimentalni vyvoj 60% 50% 40%
Vyzkumné organizace
Primyslovy vyzkum 85% 85% 85%
kExperimente’mlnl’vy‘/voj 85% 85% 85% )

Klicova specifika a omezeni

« Projekt musi byt realizovan na tzemi CR mimo NUTS 2 Praha.
e Podporovany budou projekty, které maji za cil zvysit droven technologické pfipravenosti
pokrocilych technologickych FeSeni a demonstrovat vysoce inovativni postupy, vyrobky a sluzby, v

oblastech dle pfilohy €. 1.

o Velké podniky nad 3000 zamé&stnancl pouze v spolupréci s MSP (30 % CZV), nebo s MSP a VO.




Pfiloha ¢.1Seznam Deep tech oblasti podporovanych Vyzvou Aplikace — vyzva lll. - DEEP TECH

Podporovany budou projekty prdmyslového vyzkumu a experimentéiniho vyvoje, které maiji za cil
zvySit droven technologické pfipravenosti pokrocilych technologickych feseni a demonstrovat vysoce
inovativni postupy, vyrobky a sluzby, v nasledujicich oblastech DEEP TECH, které jsou definovany pro
potfeby této vyzvy:

1. Pokrogéilé materialy

Vyzkum, vyvoj, konstrukce a vyroba pokrocilych materiald s upravenymi vlastnostmi, véetné keramiky,
kovl s vysokou pfidanou hodnotou, elektronickych materialQ, kompozitl, polymerd a biomaterial{.
Tyto rliznorodé technologie zahrnuiji:

e Polymery: Vcetné polymernich membran se specifickymi funkcemi, jako je separace plynd,
reverzni osmadza, nanofiltrace, ultrafiltrace, mikrofiltrace, pervaporace.

» Pokrocilé materidly s nanostrukturou: Véetné uhlikovych a jinych kompozitQ, uhlikovych trubic atd.

» Syntetické tkaniny a nositelné technologie: InZenyrstvi a vyroba inteligentnich nebo chytrych
tkanin s

o technologickymi funkcemi, tepelné nebo vodéodolnymi vlastnostmi a dalSimi funkcemi.

e Kovy a materidly s vysokou pfidanou hodnotou: Kovy a dalsi latky se specifickymi vlastnostmi,
vCéetné vysoké odolnosti, zvysené vodivosti a dalsi, Casto pouzivané v extrémnich prostredich, jako
je vesmir, podpovrchovy prlzkum a dalsi. Patfi sem napf. keramika, cermet, kubicky nitrid béru,
diamant a dal$i ndstrojové materidly.

e Biomateridly: Biologické nebo syntetické latky vytvofené pro pouziti v mediciné nebo pro
biologické funkce.

» Kvantové materidly pro udrzitelné technologie: Dvourozmérné (2D) materidly s netrividlnimi
topologickymi elektronovymi stavy a jejich magnetickymi fazemi, topologické izolatory a polokovy,
supravodi¢e. Zkoumani slozitych interakci, elektronovych korelaci a vyuziti kvantového spinu pro
aplikace v udrzitelnych technologiich, jako jsou nizkoenergeticka elektronika, spintronika, efektivni
osvétleni, vyuzivani solarni energie a pokrocilé senzorové zafizeni.

e Dalsi inovativni materidly: Patfi sem Pokrocilé materidly pro akumulaci energie kompozity,
polymery atd.

2. Letectvi a kosmonautika, chytra mobilita a bezpilotni systémy

Tato technologicka oblast se zaméfuje na nové zpUlsoby dopravy, mobility a vesmirné technologie a
zahrnuje inovace v oblasti autonomniho fizeni, drond a bezpilotnich systému, jakoZ i systémy v oblasti
senzoriky, snimani, zpracovani dat a telekomunikace:

e Automobilové technologie: Inovace v oblasti vozidel bez fidi¢e; snimaci systémy a systémy umélé
inteligence pro vozidla bez fidiCe; Cistd energie/alternativni zdroje energie; dekarbonizace; nové
systémy skladovani energie; inteligentni dopravni aplikace pro mésta; nové materialy.

» Leteckd technika: Inovace v oblasti novych leteckych systémU a jeho Casti, vEetné& bezpilotnich
letadel, samofizenych vozidel, stroji s kolmym startem a pristanim; Cistd energie pro letectvr;
dekarbonizace; fize dat a uméla inteligence v leteckych platformach; nové materialy.

e Vesmirné technologie: Nové formy satelitnich nebo kosmickych technologii; mikrosatelity; nové
metody vypousténi a obnovy satelitl; kosmicky dalkovy prlzkum; metody fizeni kosmického
odpadu; nové materidly; pouziti plynd a kryogennich technologii v oblasti elektroniky, obvodd a
polovodicd pro pouziti ve vesmiru; prdzkum vesmiru a dalsf.

e Snimani a data: Pokrocilé metody snimani, sbéru dat a rozhodovani; systémy zalozené na laseru
nebo kamere; aplikace zalozené na umeélé inteligenci v dopravé; vylepSovani, rozpoznavani a
interpretace obrazu.

» Drony a dopravni feseni: Inovace v oblasti dopravni robotiky, véetné bezpilotnich letoun(; plné
autonomni vozidla; podmorska vozidla; leteckd vozidla; dal§i moZnosti automatizovaného
dorucovani bud’ v ramci jedné budovy, nebo na delsi vzdalenosti.




3. Robotika

Robotika zahrnuje vyvoj hardwarovych, softwarovych a digitédlnich feSeni pro automatizaci procesU a
strojl zahrnujici nasledujici oblasti:

Humanoidni robot/kobot s umélou inteligenci: Vyvoj humanoidnich nebo podobnych
robotl/kobotl s plnou nebo EasteCnou umélou inteligenci a pohybem, které jsou uréeny pro
vyvoj vidéni, rozpoznavani objektl, hmatu, Uchopu, pohyblivosti, navigace, uvaZovani, realizace
Ukold a dalsi.

Robotika: Automatizace na prdmyslové Urovni, véetné robotl a kobotl nasazenych v Fadé
pramyslovych a souvisejicich aplikaci; robotické roje, inovace v tovarnach, Al/ML, loT a dalsi.

4. Polovodiée (mikrogipy)

Pokrogilé metody vyroby mikroCipl zaméfujici se mj. na feSeni vyzev miniaturizace, novou generaci
vyrobnich technologii, aditivni procesy; vyvoj ¢ipl v nanorozmérech, nové materidly a kompozity a
dalsr:

Pokrogilé metody vyroby mikro&ipl: Re§eni vyzev miniaturizace a Moorova zékona; novagenerace
vyroby; aditivni procesy; vyvoj Cipl v nanorozmérech; pfiblizeni se k hranici 3-5 nm; litografie;
epitaxe/heteroepitaxe a vicerozmérné substraty a materidly; nové materidly a kompozity;
kryogenni chlazeni a/nebo helium a dalsi plyny.

Dalsi aplikace mikrocipl: Zaméfeni na mobilni komunikaéni Cipy; hry; optoelektronicka integrace
véetné snimacich systému, Sifrovani a zabezpedeni; schopnost prezit v naroénych podminkach.
Nekonvenéni  pocitacové systémy a polovodice: Vyvoj vysoce paralelnich
vypocétl/distribuovanych vypocétd, hejnovych platforem, paméti a vypoctl zalozenych na spinech,
kvantové architektury a dalSich.

Haptika, umélé inteligence a VR/AR: VyuZiti haptického inZenyrstvi, umélé inteligence, VR/AR a
dalSich technologii pro podporu elektronického a fotonického inzenyrstvi a vyroby v mikroméfitku
nebo v simulacnim prostredi.

Rizeni spotieby: Kontinudlni inovace z hlediska pozadavk(l na napajeni potfebnych polovodicd a
souvisejiciho hardwaru.

5. Biotechnologie a pokrocilé technologie ve zdravotnictvi

Tato oblast zahrnuje vyuzZiti §pickovych technologii Deep Tech pro vyvoj, vznik a vyuziti novych
produktl a aplikaci v Iékarstvr:

Biobanking: Technologie pro sbér a archivaci vzorkd biologického materialu.

Vyvoj novych technologii pro diagnostiku v oblasti bioanalytickych metod a biomarkerd véetné
technologii pro bunécné a tkanové analyzy a vyuziti Al v analyze multi-omics dat.

Vyvoj a pfiprava novych biomaterialt charakterizujicich onemocnéni na Grovni bunéénych struktur,
organoidd, a modelovych organisml za Uc¢elem hledani a testovani konkrétnich terapeutickych
modalit.

Nano a mikro-strukturované povrchy v biomediciné.

Biotechnologicka pfiprava a vyroba latek.

Minimalné invazivni chirurgie; nanotechnologie v medicinskych technologiich.

Konstrukce a zdokonalovani |ékafskych implantatd, véetné zdravotnickych bioinformaci; nervové
implantaty.

Obéhové biohospodarstvi; véetné feseni organické recyklace plastl a dalsich materialQ.

PokrocCilé nastroje pro eHealth, telemedicinu, a dalSi nastroje pro digitalizaci zdravotnictvi a
nastroje na pomezi zdravotné-socialni oblasti, véda naro¢na na data; zdravotni bioinformatika.




6. Elektronika a fotonika

Elektronika a fotonika v oblasti Deep Tech zahrnuji Sirokou §kélu technologickych aplikaci, které se
vztahuji zejména na technologie pouzivané v kvantové vypocetni technice a vyrobé ¢ipu, laserovych
systémech a senzorech a v dalSich oblastech:

» Kvantové vypocetni technika: Vyuziti subatomaérnich &astic (elektrond, foton() a gbitd k uklédani a
zpracovani informaci ve vicerozmérném prostoru. Vyvoj vicerozmérnych komponent pro kvantové
vypocetni pole a technologie.

» Mikroelektronika/obvodové desky: Kontinudini inovace v oblasti pokrocilého inZzenyrstvi a vyroby
desek plosnych spojl s cilem dosahnout lepsich vysledkd, pokud jde o kapacitu zpracovani,
pamét a rychlost; pouziti kryogennich technologii, vysoce Gistych plynl a pokrogilych materiala a
metod pro vyrobu; aplikace nanomateridll a nanotechnologii na desky s plosnymi spoji a
polovodici; komplexni 3D pamé&tové struktury a dalsi.

» Fotonika: Kontinudlni inovace technologii véetné hardwaru a softwaru, od laserovych systém( po
senzory; skenovaci a zobrazovaci systémy, komunikace a prenos dat, obrazovky a displeje,
osvétleni, fotovoltaicka vyroba energie. a distribuce energie a dalsi.

» Haptika, uméla inteligence a VR/AR: Vyuziti haptického inzenyrstvi, umélé inteligence, VR/AR a
dalSich technologii pro podporu elektronickych technologii a fotonického inzenyrstvi v
mikroméritku nebo v bezpe&ném prostiedi. Brain-computer interface (rozhrani propojujici mozek s
pod&itatem), neuroprotetika.

* Rizeni spotieby energie: Kontinualni inovace, pokud jde o poZadavky na napéjeni potiebné pro
elektroniku, fotoniku a souvisejici hardware.

7. Udrzitelna energie a &isté (nizkoemisni) technologie v&. dopravnich prostfedki a technologie
pro ochranu Zivotniho prostredi

Tato oblast zahrnuje Sirokou §kalu technologickych oblasti a aplikaci:

o Pokrocilé systémy energetické ucinnosti: Inovace v oblasti energetické G¢innosti se zamérenim na
nové materidly, fizeni budov/energie a souvisejici inovace.

* Nové technologie vyroby energie: Fuzni technologie, vodikové palivové ¢lanky, elektrolyzéry a
souvisejici technologie.

e Pokrocilé systémy obnovitelné energie: Prilomové technologie a inovace v oblasti fotovoltaiky
(vEetné& pfemény energie, zivotnich cykll soléarnich Elankd, nové materidly); vétrna energie (véetné
konstrukce lopatek); vodni energie a daldi obnovitelné zdroje.

» Inovace systémU skladovani energie: Zamérfeni na lithium-iontové a dalsi technologie bateril
potfebné pro skladovani energie; dalsi FeSeni pro preruSovanou vyrobu energie z obnovitelnych
zdrojt.

o Predvidéni a optimalizace dodavek/poptavky/distribuce energie: Zaméfeni na snizeni
energetickych ztrat, nadprodukce a vypadkl, prenosu, rlstu dodavek a dalsich klicovych
problémud pomoci umélé inteligence, velkych dat, pokrocilych materiall a dalsich.

e Cirkularni vyroba: Technologie a FfeSeni pro ekologickou vyrobu, recyklaci, opétovné vyuziti,
energetickou Uc¢innost a nizkouhlikové technologie v pramyslu a vyrobé.

V pfipadé, Ze se jedna pouze o vedlejsi efekty projektu spocivajici napf. ve vyuziti novéjsich

technologii, které jsou u vétsiny pfipadl spojeny s nizsi energetickou naroénosti nejedna se o
Deep tech oblast ,Cirkularni vyroba®.




8. Komunikaéni a sitové technologie

» Komunikace a konektivita v ramci Deep Tech se tyka vyzkumu a inovaci v oblastech typu 5G/6G
siti, komunikaci s vysokou §itkou pasma, véetné optickych vidken, systém( zaloZzenych na laseruy,
technologie zesileni signdlu a dalsi oblasti:

e 5G/6G sité: Vysokorychlostni/vysokokapacitni telekomunikaéni datové pfenosové sité schopné
pfenaset obrovské datové zatéze prostfednictvim prfenosu videa nebo rozsifené reality nebo edge
computingu; inovativni HW a SW komponenty téchto siti; FeSeni vedouci k niz§imu zpozdéni pfi
pfenosu a/nebo vy3ssi spolehlivosti pfenosu.

e Dalsi komunikaéni technologie: Pokroky v oblasti komunikaci s vysokou S§itkou pasma, vcetné
optickych vlédken, laserovych systémU, mikrovinnych technologii, sprévy radiového spektra a
dalsich.

» Navigaéni systémy: Vyvoj navigacnich systém(, od inercidlni navigace po nové nebo zdokonalené
standardy v oblasti satelitni navigace; podvodni navigaéni systémy; namorni navigace.

e Telematika a materidly: Inteligentni antény; distribuované anténni systémy; technologie zesileni
signélu; technologie desek plosnych spojd; komunikace mezi vozidly, vykonové zesilovace;
systémy fazovanych soustav a dalsi.

» Bezpecnost komunikaci: Vyvoj novych forem zabezpecéeni komunikaci, véetné Sifrovacich klicQ,
kvantovych kli¢l a dalsich; testovani naruseni a kyberneticka bezpenost; monitorovani radiovych
emisi a dalsi.

» Bezpecnost komunikaci: Vyvoj novych forem zabezpecéeni komunikace, véetné Sifrovacich klicg,
distribuce kvantovych klic a dalsich; testovani a monitorovani narudeni kybernetické bezpeénost;
inovativni HW a SW komponenty pro zvySeni bezpec€nosti siti; monitorovani radiovych emisi a
dalsi.

o ZvySovani efektivity pfenosu a snizovani energetické narocnosti: Vyvoj efektivnéjSich metod pro
kédovani a kompresi signdlu, opatieni k vyznamnému sniZzovani kapacitnich narokd provozovanych
aplikaci na komunikaéni sité.

9. Uméla inteligence a strojové uéeni, véetné velkych dat

Tato technologickd oblast se zamérfuje na interakci mezi védou o datech, velkymi objemy dat a
tézenim dat, jakoZ i na metody pouZivané ke zpracovani dat pomoci algoritmt a dalsich metod uéenfi
do konkrétnich pfipadl pouZiti zahrnujici napf. rozpoznavani vzorl, algoritmické uceni, automatizace,
prediktivni analyza, rozpoznavani hlasu, apod:

o Velkd data: Sbér, ukladani, zpracovani/Cisténi a analyza velkého mnoZstvi dat shromézdénych z
rozséhlych transakci (napfiklad v maloobchodé nebo ve finanénim sektoru), dat shromézdénych ze
senzoru internetu véci nebo jinych aplikact.

e Té&Zeni dat: Zpracovani velkych objem( dat za Gcelem identifikace anomalii, vzorcl a korelaci dat s
cilem predvidat vysledky.

e Strojové uceni: Algoritmy pro uceni vyvinuté a aplikované na data na zékladé fizeného, nefizeného
nebo zesileného uceni; vypocetni statistiky, neuronové sité a technologie nebo prototypy, které z
nich vychazeji.

» Uméla inteligence: Vyuziti algoritm0 simulujicich lidskou inteligenci pro zpracovani pfirozeného
jazyka, analyzu dat, expertni systémy, strojového vidéni, kreativity, vykreslovani obrazu, her a Siroké
Skaly dalsich technologickych aplikaci.

Zadatel musi v zadosti popsat, jak projekt pfispivda k inovacim v oblasti vy$e uvedenych
technologii, véetné inovaci v riiznych ¢astech hodnotovych Fetézcd nebo jejich vyuZiti v novych
aplikacich, produktech ¢i sluzbach.

Pro ucely Vyzvy budou podporovana pouze nova feseni a aplikace Deep tech, ktera spadaiji do
oblasti primyslového vyzkumu a experimentélniho vyvoje.




Cil Vyzvy

- Ziskavani novych znalosti potfebnych pro zvySeni drovné technologické pripravenosti pokroc€ilych
technologickych FeSeni a demonstrovat vysoce inovativni postupy, vyrobky a sluzby prostfednictvim
realizace projektl primyslového vyzkumu a experimentéiniho vyvoje.

Nase sluzby:

v 2

e Pfiprava a zpracovani zaddosti o podporu
e Podpora fizeni realizace projektu

e Zajisténi vyuctovani a vyplaceni dotace
e Administrativa udrzitelnosti




